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１．概要（Summary） 

生体に必要不可欠なタンパク質が正常な機能を発現

するには，正しく折りたたまれること（フォールディング）が

必要である．他方，何らかの影響によりフォールディング

が正常に進行しないことをミスフォールディングと呼び，生

命に関わる疾病の要因となることが知られているが，現在

も未解明な部分が多い．また，抗原抗体反応はタンパク

質間の結合であり，創薬の場においては膨大な組み合わ

せを用いて分析が行われ，その作用や薬剤適合性の評

価がなされている．しかし，タンパク質の大きさは数十 
nm 程度と非常に小さく，いずれも観測は困難であり，測

定対象に応じた複雑な検出手段が用いられている． 
拡散係数は試料のサイズや構造により変化する物性値

であり，タンパク質拡散測定によるフォールディング現象

の解明やハイスループットスクリーニングへの応用が期待

される．本研究では光学式小型拡散センサの開発を行っ

ており，これまでに提案手法の妥当性が示されている．  
 

２．実験（Experimental） 
・利用した主な装置 
 ブレードダイサーDAD340 
・実験方法 
 MEMS プロセスを施した厚さ 500 µm の 3 インチ合成

石英基板を，粘着テープに固定した上でダイシングソー

を用いて 7.5 mm × 15 mm のチップに切り分けた．その

際，ブレードはガラス切削用のブレードを用い，破損およ

び飛散を防ぐために 1 mm/s の速度で，厚みを若干残し

て切削を行った． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
切削プロセスによって合成石英基板を微細なチップに

切り分けることに成功した．Fig. 1 にダイシング後，組み

立てたチップを示す． 

 
Fig. 1 Diced and assembled sensing chip.  
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